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PATENTE
DE
INTRODUCGCCIOGN

a favor de AISMALIBAR, S.A. entidad espafiola, domiciliada
en Moncada (Barcelonsa), Carretera de Ripollet, 2, por "PRO-
CEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UNA RESINA TEREFTALICA
COMO ADHESIVO PARA LA MICA'.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencidn se refiere a un procedi-
miento para la obtencidn de una resina terftdlica destina-
da a obrar de pegamento para las hojas de mica, utilizadas
ampliamente en la preparacidn de cuerpos termo y electroais-
lantes.,

Como es sabido, presenta muchas dificultades la

.unidn de las hojuelas de mica sobre un soporte orgénico o

14 . Y .
inorgénico, ya que las mismas se desprenden fécilmente
cuando sufren una intensa accidn mecdnica o térmica. Para

evitar los inconvenientes observados en tal sentido, se re-
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curre al procedimiento de la demanda, mediante el cual
es posible conseguir une resins de alto poder adherente,
resultante de la transesterificacidn del tereftalato de
dimetilo con polialcoholes de etilenglicol, propanotriol,
pentaeritrol y otros, en presencis de ciexrtas cantidades
de mmnoalcoholes de elevado peso molecular, tales como
alcohol butilico, octi{lico, tetrshidrofurfiirico, benci-
lico y similares.

Paras la mejor comprensidn de la presente memo-
ria descriptiva, & continuacidn se citan varias resinas
bésicas preparadas con diferentes proporciones de las
sustancias indicedas, cabiendo hacer notar, sin embargo,
gque pueden elaborarse resinas semejantes variando las
cantidades de lasreferidas sustencias reaccionantes:

ELENMPIO 1.~ Regina 1

Se transesterifica 1 mol de tereftalato de di-
metilo con 1,5 moles de etilenglicol y 1,5 moles de gli-
cerina en presencila de 0,5 mol de alcohol bencilico.

Operando como en el ejemplo 1 con las propor-

cilones indicadas en éada uno de los ejemplos sigulentes,
se obtiene tipos de resinas similares.

EEEMPILO 2.~ Resina 2

Tereftalato de dimetilo . « + ¢« « 1 mol
Glicerin@: « ¢« ¢ ¢« o ¢« o o o« o o 1,25 "
Alcohol bencilico. .« « o+ . . . . 0,025 "
BEJEMPIO 3.- Resina 3

Tereftalato de dimetilo « « « « + 1 mol
Btilenglicole o o o o o o ¢ « o o 0,59
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Glicering « « s o « o s o o
Alcohol tetrahidrofurfurilico
RESINA 4.— BEJEMPIO 4

Tereftalato de dimetilo . . .
Etilenglicol. « ¢« o o « s « &
GliceYina « s » o o o o o o« o
Alcohol tetrahidrofurfurilico

EJEMPLO 5.- RESINA 5

Tereftalato de dimetilo . . .
Etilenglicole o« o « o & & o
Glicerina , 45 53 ¢ o o s » o &
Alcohol butilico. « « + « o« &

EJEMPLO 6.—- RESINA 6

Tereftalato de dimetilo . . .
Etilenglicolyee ¢ o o o o o »
Glicerina « + « o o o ¢ o« o &
Alcohol octilicoe o o o 4 & .

BJEMPIO 7.— RESTINA 7

Tereftalato de dimetilo . . .
Btilenglicol: ¢« 4+ « o« o o & &
Glicerinag « +« o« o « o s o o«
Alcohol octflico + &+ ¢ ¢ . .
EJEMPLO 8.~ RESINA 8

Tere¢ftalato de dimetilo . . .
Etilenglicole o o o o o o o &
Glicerina « o« ¢ o o &+ s o » =«

Alcohol tetrahidrofurfurilico

Estas resinas permiten el empleo de disolventes

1,6
0,4
0’3

mol

1
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distintos del fenol o cresol (no aptos para la prepare-
¢idn de adhesivos pare la mica), entre los gue pueden
citarse los siguientes, cuyo poder disclutivo se aumen-
ta con el empleo simulténep de mezclas de los mismos:
fter monoglicdlico, éster monoglicdlico, éter éster mo-
noglicdélico, acetons, acetales, hidrocarburos bencilicos
clorados, alcohol bencilico, alcohol tetrahidrofurfurili-
co, piridine, dimetilformaldemida, quinoleina, dimetil-
sulféxido o mezwlaes, cabiendo hacer notar que éstas ad-
miten los hidrocarburos aromédticos como extendedores.

partiendo de las resines bdsicas anteriormen-
te citades, puede prepararse el pegamento pera las hojas
de mica procediéndose a la dis8lucidn o emulsidn de los
mismos en los que se reseflan en los siguientes ejemples,
en la proporcidén indicadas

BEJEMPIO 9,— Pegamento 19

Hesine 32 . » v+ . ¢« « o« &« « » «» 50 partes
Butenol « « ¢ ¢« ¢ ¢ ¢ » s + « « 25 partes
X110l ¢ ¢ ¢ ¢« ¢ v ¢« o o s o« s o 25 "
EJEMPIO 10.— Pegamento 28

Resina 48 . . . ¢« ¢« ¢« + ¢« +» « +« 50 partes
Butanol « o ¢« ¢ ¢« ¢ ¢ ¢ ¢ s . 0 25 "
Xilol ¢ o o ¢ o o o o o o o o o 25 W
EJEMPIO 1ll.~ Pegamento 32

Resina 58 . 4 . v « ¢« s« o« « » « 50 partes’
Dimetilformamida . ¢« &« « « « o 40 "
Xilo l L J . ] [ ] L] - [ ] L] [ ] [ ] L ] L ] . lo "

Acetato de cinc « & ¢« ¢« &« .+ o & 0,5 "
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EJEMPIO 1l2.— Pegamento 49

Resina 68 . . . « « « o« &
Dimetilsulfdxido . . « .
Aléohol isopropilico. . .
Octoacto de cine. « + « .

BJEMPIO 1l3.— Pegamento 58

Resina 72 « ¢« ¢ ¢ o o« o &
Glicolato de butilo . . .
Alcohol isopropilico. . .
Isocianato estabilizado .

EJEMPIO 14.— Pegamento 62

Resina 8% . o« ¢« o & o « o«
Butanol « ¢« ¢ ¢ ¢ ¢ o o o
XilOl L[] * ® [ ] * L] L] . * L]

Isocianato estabilizado .

50 partes
4_0 n
10 "

O ’ 5 "

40 partes
40 "
20 "
10 "

40 partes
25 "
25 "
ic *

Combinando las restantes resinas 1 y 2 con las

sustancias referidas se obtienen otros adhesivos simila-

res, habiéndose descrito los que preceden sélo a titulo

de ejemplo. Los pegamentos resultantes son indicados pa-

ra fijar las hojuelas de mica, a las que sirven de agluti-

nante.

Seridn independientes del objeto de la invencidn

las proporciones de las distintas sustancias empleadas,

siempre que la resins bésica se obtenga por transesterifi-

cacidn del tereftalato de dimetilo con polialcoholes de

la clase explicada y en presencia de monoalcoholes de ele-

vado peso molecular.
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NOTA

Sereivindica como objeto de la presente patente
de introduccidn:

1. Procedimiento pare la preparacidén de una re-
sina tereftélicalcomo adhesivo para la mica, segun la
reivindicacidn 1, que se caractefiza por consistir en
le transesterificacidn del tereftalato de dimetilo con
polialcoholesde etilenglicol, propanotriocl, pentaeritrol
y similsres, en presencia de monocalcoholes de elevado pe~
so molecular, tales como alcohol butilico, octilico, te-
trahidrofurfurilico, vencilico y endlogos.

2. Procedimiento para la preparacidén de una re-
sina tereftdlice como adhesivo pare la mica, segin la
reivindicacidn anterior, caracterizado porque la resina
es disuelta o emulsionada con uno o varios disolventes
del grupo gue comprende el éter monoglicdlico, éster
monoglicélico, éter éster monogliedlicov, acetona, aceta-
les, hidrocarburos bencilicos clorsdos, alcohol bencili-
co, alcohol tetrahidrofurfurilico, piridina, dimetilfor-
memida, quinoleina, dimetilsulfdxido.

3. Procedimiento parae la preparacidn de una re-
sina tereftdlica como adhesivo para la mica.

La presente memoria consta de siete hojas folia=
das, escritas a méquina por una sola cera.

Barcelona, a 13 de noviembre de 1959
SMALIBAR, S.4A
X
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